CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACI VISION 2020)

I. Identificadores de la asighatura

Instituto: Ingenieria y Tecnologia
Departamento: Ing Eléctrica y Computacior
Materia: Sensores e instrumentacion

Programa: \jaestria en Ing. Eléctrica

Clave: MIE — 00020 - 07
Nivel: Maestria

Horas: 48 Hrs. totales Teoria: Hrs

Modalidad:

Créditos: 6,00

Caracter: Optativa

Tipo: curso

Préactica: Hrs

Il. Ubicacion

Antecedentes: Clave

Fundamentos de semiconductores
Fabricacion de Circuitos Integrados

Consecuente:




Il. Antecedentes

Circuitos electronicos basicos: digitales y analdgicos,

Conocimientos: . o .
dispositivos semiconductores

Habilidades: ] _ ) _
Manejo de software de simulacion y resolucién de problemas.

Actitudes y valores:

Autodidacta, entusiasmo, honestidad, critica constructiva, superacion y responsa

IV. Propésitos Generales

Los propdsitos fundamentales del curso son:

Analizar y disefiar sensores basados en la tecnologia MEMS utilizando los
principios de sensado y actuacion a escala microscopica, propiedades de los
materiales disponibles para la fabricacion, tecnologias de micro-fabricacion, y la
comprension de los problemas de los circuitos y sistemas, empaquetado,
calibracion y pruebas.




V. Compromisos formativos

Estudiar los principios de deteccion, transduccion para realizar el disefio de sistemas de sensado
Intelectual: Conocer los principios de micro-fabricacion para el desarrollo de dispositivos sensores micromecanicos y

el disefio de microsistemas.

Comprender los principios de transduccion del sensado y actuacion de la energia en una escala

microscopica.

Entender los efectos del escalamiento, similitudes, diferencias de los ensambles micromecanicos.

Analizar y modelar las propiedades de los sistemas y dispositivos sensores microelectromecanicos.

Humano:

Evaluar las diferentes mecanismos de deteccién para llevar a cabo una ¢

Social:

Problemas de disefio de sensores y el acondicionamiento de la sefial.

Profesional:

El alumno debe ser capaz de analizar y disefiar sensores basados en la tecnoloc

VI. Condiciones de operacion

a) Mesa banco

b) Restiradores

c) Mesas

d) Otro especifique

Espacio: Tipica, Maquinaria
Laboratorio: Practicas, simulacié Mobiliario:

Poblacién: 20

Material de uso frecuente:

Rota folios, Cafion y computadora, videos y tele'

Condiciones especiales:




VIIl. Contenidos y tiempos estimados

Temas

Contenidos

Actividades

UNIDAD 1. Fundamentos de
sensores

UNIDAD 2. Materiales y su
preparacién

UNIDAD 3. Tecnologia de
fabricacién microsistemas

UNIDAD 4. Modelado y
mecanismos de sensado

UNIDAD 5. Circuitos e Interfaces
para sensores

UNIDAD 6. Casos de Estudio

Objetivo especifico: Obtener el conocimiento basico
del funcionamiento de los sensores e
instrumentacion.

1.1. Antecedentes: dispositivos MEMS y tecnologias.
1.2. Principios de transduccion y tecnologia de
sensores e instrumentacion.

1.3. Parametros de desempefio de los sensores

Objetivo especifico: Estudiar los conceptos de las
propiedades de los materiales usados en la
fabricacion de sensores y sus formas de obtencion.

2.1. Estructura atémica

2.2. Definicién de las propiedades de los
materiales: mecanicas, térmicas, eléctricas,
magnéticas, dpticas, y quimicas.

2.3. Métodos de obtencion de los materiales

Obijetivo especifico: Conocer los principios de la
fabricacién e integracion de sensores en
microsistemas

3.1.Tecnologias de fabricacion en microelectrénica
estandar.

3.2 Micromaquinado en el substrato

3.3 Micromaquinado superficial

3.4 Tecnologia LIGA y métodos relacionados a la
fabricacién

3.5 Procesos de integracion de microsensores

Objetivo especifico: Comprender los principales
mecanismos de sensado y de transduccién asi como
el modelado de transduccién en una escala
microscopica

4.1 Modelo de parametros concentrados
4.2 Conservacion de la energia

4.3 Elasticidad y estructuras

4.4 Energia Térmica y disipacion.

4.5 Sensores térmicos

4.6 Sensores de Radiacion

4.7 Sensores Mecanicos

4.8 Sensores Magnéticos

4.9 Sensores Bio-quimicos

Objetivo especifico: Disefiar sistemas de
acondicionamiento y procesamiento de la sefial A/D
para sensores.

5.1 Amplificadores de carga

5.2 Amplificadores de instrumentacion
5.3 Amplificadores de transimpedancia
5.4 Amplificadores de transresistencia
5.5 Filtrado de la sefial

5.6 Interfaces A/D

Objetivo especifico: Conocer los problemas
relacionados al empaquetado y pruebas de
microsistemas y Aplicar los conocimientos adquiridos
para el disefio de un microsistema de sensado.

6.1 Empaquetado, Pruebas y Calibracion

6.2 Sistema de interfaces, procesado y
acondicionamiento de la sefial en microsistemas

6.3 Proyecto de desarrollo: sensores e interfaces de
acondicionamiento de la sefial

Teoria: Practica:
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VIIIl. Metodologia y estrategias didacticas

Metodologia Institucional:

a) Elaboracién de ensayos, monografias e investigaciones (segun el nivel) consultando
fuentes bibliograficas, hemerograficas y en Internet.

b) Elaboracion de reportes de lectura de articulos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visién 2020 recomendadas para el curso:

a) Docente

b) Alumno

c) Equipo

d) Docente y Alumno
e) Docente y Equipo
f) Documental

g) Campo

h) Aplicable

i) Textos

]) Problemas

k) Proyectos

[) Casos

m) Disefo

n) Evaluacion

0) No aplica




IX. Criterios de evaluacién y acreditacion

a) Institucionales de acreditacion:

Acreditacion minima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos

Calificacion ordinaria minima de 7.0

Permite examen Unico: no

b) Evaluacion del curso
Acreditacion de los temas mediante los siguientes porcentajes:
% Ensayos y reportes de lecturas

% trabajos de investigacion 10%
% Examenes parciales 50%
% Practicas 10%

% Participacion en clase
% Otros (proyecto final) 30%




X. Bibliografia

Nota: Revisar la bibliografia obligatoriay complementaria, asi como citar adecuadamente

segun sea el caso de libros, revistas, paginas electronicas, compilaciones, libros

electrénicos, etc.

A) Texto:
1) G. Kovacs, Micromachined Transducers Sourcebook, ISBN-10: 0072907223 McGraw-Hill.
2) Microsystem design, Stephen D.Senturia, Kluwer Academic, ISBN-0-7923-7246-8
B) Bibliografia complementaria y de apoyo:
3. M. Madou, Fundamentals of Microfabrication, 2nd ed., CRC Press, 2002.
4. N. Maluf, An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering,
Artech House, 2000.
5. Sensor Technology Handbook, J Wilson, ISBN 0-7506-7729-5, Elsevier.
5. Analog Integrated Circuit Design. David A. Johns, Ken Martin. John Wiley & Sons.
ISBN 0-471-14448-7
6. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. Behzad Razavi.Mc-Graw Hill Higher
Education. 2001. ISBN 0-07-238032-2
7. Sensors and Signal Conditioning, Pallas-A , Webster J, 2nd Edi, Wiley-Interscience, ISBN-13: 978-0471332329

« Journals

a) IEEE/ASME — Journal of MicroElectroMechanical Systems (JMEMS).
b) IEEE — IEEE Sensors.

c) Elsevier — Sensors and Actuators A/B.

d) IOP — Journal of Micromechanics and Microengineering (JMM), Nanotechnology.
e) Journal of Applied Physics,

f) Sensors and Materials,

g) Biomedical Microdevices,

h) Journal of Microsystem Technologies

« Conferencias

a) 1. IEEE MEMS conference

b) 2. Solid-State Sensors and Actuators workshop

c) 3. Materials Research Society

d) 4. IEEE Sensors conference

e) 5. IEEE/LEOS Optical MEMS conference

f) 6. SPIE

X. Perfil deseable del docente

Doctorado en Microelectronica y Fabricacion de Cl

XI. Institucionalizaciéon

Responsable del Departamento:

Coordinador/a del Programa: Dr. Héctor Garcés Guzman

Fecha de elaboracion: 13 de febrero del 2008
Elaboré: Dr. Roberto Carlos Ambrosio Lazaro

Fecha de redisefo:

Redisefo:

Mtro. Jesls Armando Gandara Fernandez




	Antecedentes Clave Consecuente: Fundamentos de semiconductores 
Fabricación de Circuitos Integrados 

	Conocimientos Habilidades Actitudes y valores: Circuitos electrónicos básicos: digitales y analógicos, dispositivos semiconductores
	Los propósitos fundamentales del curso son: Analizar y diseñar  sensores basados en la tecnología MEMS utilizando los principios de sensado y actuación a escala microscópica, propiedades de los materiales disponibles para la fabricación, tecnologías de micro-fabricación,  y la comprensión de los problemas de los circuitos y sistemas, empaquetado, calibración y pruebas.
	Intelectual Humano Social Profesional: Estudiar los principios de detección, transducción para realizar el diseño de sistemas de sensado
Conocer los principios de micro-fabricación para el desarrollo de dispositivos sensores micromecánicos y el diseño de microsistemas.
Comprender los principios de transducción del sensado y actuación de la energia en una escala microscópica.
Entender los efectos del escalamiento, similitudes, diferencias  de los ensambles micromecanicos.
Analizar y modelar las propiedades de los sistemas y dispositivos sensores microelectromecanicos. 

	Espacio Laboratorio Mobiliario Población Material de uso frecuente Condiciones especiales: a) Mesa banco
b) Restiradores
c) Mesas
d) Otro especifique

	TemasRow1: 
UNIDAD 1. Fundamentos de sensores





 







UNIDAD 2. Materiales y su preparación






















UNIDAD 3. Tecnología de fabricación microsistemas        













UNIDAD 4. Modelado y mecanismos de sensado















UNIDAD 5. Circuitos e Interfaces para sensores














UNIDAD 6. Casos de Estudio



	ContenidosRow1: 
Objetivo específico: Obtener el conocimiento básico del funcionamiento de los sensores e instrumentación.

1.1. Antecedentes: dispositivos MEMS y tecnologías.
1.2. Principios de transducción y  tecnología  de sensores e instrumentación. 
1.3. Parámetros de desempeño de los sensores



Objetivo específico: Estudiar los conceptos de las propiedades de los materiales usados en la fabricación de sensores y sus formas de obtención.

2.1.   Estructura atómica
2.2.   Definición de las    propiedades de los    materiales:   mecánicas, térmicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, y químicas.  
2.3.     Métodos de obtención de los materiales



Objetivo específico: Conocer los principios de la fabricación e integración de sensores en microsistemas 

3.1.Tecnologías de fabricación en microelectrónica estandar.
3.2 Micromaquinado en el substrato
3.3 Micromaquinado superficial
3.4 Tecnología LIGA y métodos relacionados a la fabricación 
3.5 Procesos de integración de microsensores



Objetivo especifico: Comprender los principales mecanismos de sensado y de transducción así como el modelado de transducción en una escala microscópica

4.1 Modelo de parámetros concentrados
4.2 Conservación de la energía 
4.3 Elasticidad y estructuras 
4.4 Energía Térmica y disipación.
4.5 Sensores térmicos
4.6 Sensores de Radiación
4.7 Sensores Mecánicos
4.8 Sensores Magnéticos
4.9 Sensores Bio-químicos


Objetivo especifico: Diseñar sistemas de acondicionamiento y procesamiento de la señal  A/D para sensores.

5.1 Amplificadores de carga
5.2 Amplificadores de instrumentación
5.3 Amplificadores de transimpedancia
5.4 Amplificadores de transresistencia
5.5 Filtrado de la señal
5.6 Interfaces A/D





Objetivo especifico: Conocer los problemas relacionados al empaquetado y pruebas de microsistemas y Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño de un microsistema de sensado.

6.1 Empaquetado, Pruebas y Calibración
6.2 Sistema de interfaces, procesado y acondicionamiento de la señal en microsistemas
6.3 Proyecto de desarrollo:  sensores e interfaces de acondicionamiento de la señal

	ActividadesRow1: 
Teoría:                         Practica:
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	Metodología Institucional a Elaboración de ensayos monografías e investigaciones según el nivel consultando fuentes bibliográficas hemerográficas y en Internet b Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa actuales y relevantes Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso: a) Docente
b) Alumno
c) Equipo
d) Docente y Alumno
e) Docente y Equipo
f) Documental
g) Campo
h) Aplicable
i) Textos
j) Problemas
k) Proyectos
l) Casos
m) Diseño
n) Evaluación
o) No aplica
	a Institucionales de acreditación Acreditación mínima de 80 de clases programadas Entrega oportuna de trabajos Calificación ordinaria mínima de 70 Permite examen único no b Evaluación del curso Acreditación de los temas  mediante los siguientes porcentajes: %  Ensayos y reportes de lecturas                                   
 % trabajos de investigación                    10%              
%  Exámenes parciales                           50%                             
       %  Practicas                                            10%                  
%  Participación en clase                           
%  Otros (proyecto final)                          30%               

	Nota Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria así como citar adecuadamente según sea el caso de libros revistas páginas electrónicas compilaciones  libros electrónicos etc: A)  Texto:
1) G. Kovacs, Micromachined Transducers Sourcebook, ISBN-10: 0072907223 McGraw-Hill.
2) Microsystem design,  Stephen D.Senturia, Kluwer Academic, ISBN-0-7923-7246-8
B)  Bibliografía complementaria y de apoyo:
3. M. Madou, Fundamentals of Microfabrication, 2nd ed., CRC Press, 2002.
4. N. Maluf, An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering,
    Artech House, 2000.
5. Sensor Technology Handbook, J Wilson, ISBN 0-7506-7729-5, Elsevier. 
5. Analog Integrated Circuit Design. David A. Johns, Ken Martin. John Wiley & Sons. 
   ISBN 0-471-14448-7
6. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. Behzad Razavi.Mc-Graw Hill Higher      
   Education. 2001. ISBN 0-07-238032-2
7. Sensors and Signal Conditioning,  Pallás-A , Webster J, 2nd Edi, Wiley-Interscience,  ISBN-13: 978-0471332329

•  Journals
a) IEEE/ASME – Journal of MicroElectroMechanical Systems (JMEMS).
b) IEEE – IEEE Sensors.
c)  Elsevier – Sensors and Actuators A/B.
d) IOP – Journal of Micromechanics and Microengineering (JMM), Nanotechnology.
e) Journal of Applied Physics, 
f) Sensors and Materials, 
g) Biomedical Microdevices, 
h) Journal of Microsystem Technologies
•  Conferencias
a) 1. IEEE MEMS conference
b) 2. Solid-State Sensors and Actuators workshop
c) 3. Materials Research Society
d) 4. IEEE Sensors conference
e) 5. IEEE/LEOS Optical MEMS conference
f) 6. SPIE

	X Perfil deseable del docenteRow1: Doctorado en Microelectrónica y Fabricación de CI
	Responsable del Departamento Coordinadora del Programa Fecha de elaboración Elaboró Fecha de rediseño Rediseño: Mtro. Jesús Armando Gándara Fernández
	Text1: Ingeniería y Tecnología
	Text2: Ing Eléctrica y Computación
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	Text4: Maestría en Ing. Eléctrica
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	Text8: Hrs
	Text9: curso
	Text10: Optativa
	Text11: 6
	Text12: 
	Text13: Hrs
	Text7: 48  Hrs. totales
	Text6: Maestría
	Text14: 
	Text15: Manejo de software de simulación y resolución de problemas.
	Text16: Autodidacta, entusiasmo, honestidad, crítica constructiva, superación y responsabilidad.
	Text17: Evaluar las diferentes mecanismos de detección para llevar a cabo una aplicación específica y obtener el máximo desempeño.
	Text18: Problemas de diseño de sensores y el acondicionamiento de la señal.
	Text19: El alumno debe ser capaz de analizar y diseñar sensores basados en la tecnología MEMS así como el manejo de ellos a través de sus interfaces
	Text20: 
	Text21: Rota folios, Cañón y computadora, vídeos y televisión.
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	Text23: Prácticas, simulació
	Text24: 20
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